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平成18年3月期決算のポイント

① 売上高は67億94百万円(対前年比13.0%増)、営業利益は14億
26百万円(対前年比34.2%増)、経常利益は14億84百万円(対前
年比1.1%増)、当期純利益は9億78百万円 (対前年比 44.6%
増)になった。

② 海外売上高比率が平成17年3月期45.0%から今期は46.1%に
なった。所在地別セグメント売上ではアジアが24億24百万
円(対前年比 26.8%増)、欧州が5億73百万円(10.5%減)と
なった。

③ 薬品売上高は61億36百万円となり売上高に占める割合が
90.3% になった。(平成17年3月期は54億74百万円で
91.0%)CZの売上は30億51百万円で平成17年3月期の23億57
百万円から29.4%増となった。
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売上高の推移
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営業利益・経常利益の推移

営業利益の推移 (単位：百万円) 経常利益の推移 (単位：百万円)
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純利益の推移
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品種別売上高推移(連結)
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薬品別売上高推移(連結)
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品種別売上高推移(単体)
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薬品別売上高推移(単体)
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地域セグメント別外部売上高推移と海外比率
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設備投資等の推移
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今後の計画に関して

http://www.mec-co.com/

メック株式会社
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第38期(平成19年3月期)計画
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今後の計画ポイント

・単体売上高の10%を研究開発に投資する。

・高密度用と汎用電子基板の製造用薬品の開発を続行する。

・日本、中国、台湾、韓国を一つのアジア市場と考えて経営資源を集
中していく。

・ポリイミドベース基板製造用薬品への販売を強力に進める。
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片面基板 両面基板 多層基板 ポリイミド基板 その他 ﾓｼﾞｭｰﾙ基板

単位：億円

国内電子基板生産額の推移

出所：2005.4 JPCA

エレクトロニクス
機器の普及率拡大

バブル崩壊

携帯電話、
PCの普及

IT不況 ポリイミド基板とモジ
ュール基板の拡大
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地域別電子基板生産額の推移

出所：N.T.INFO
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メック株式会社売上高の推移
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単体 連結

CZを中心とする銅表

面処理剤の普及

新製品販売力
の強化促進

デジタル家電の拡大

パッケージ基板の拡大
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倍率：3,500

ステージ角度：45°

銅の種類：電解銅箔

CB-801  1μm

CB-5002  1μm

CZ-8100 1.5μmBO-7770V 1.5μm

超 粗 化微 粗 化

平 滑

銅表面改質 ≒アンカー効果

CZ-8101 1.0μm

銅表面処理剤による色々な表面形状

両面基板～汎用多層基板 汎用多層基板～高密度電子基板～パッケージ基板
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鉛フリー用電子基板製造用薬品

鉛フリー用防錆剤
CL-5018

鉛フリー用フラックス剤
W-2704, 2705, 2750
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小径SRパッドクリーニング剤

φ120μmパッド

CB-801
1μm処理

処理されていない!?

SRパッドクリーニ

ング剤処理

残渣除去

残渣有り

残渣無し

部品実装時の
はんだ付け

この部分に金が付か
ない!!!

パッド部全体に金が
付く!!

金メッキ

金メッキ
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小径SRパッドクリーニング剤

残渣有りの場合

残渣無しの場合

断面図 はんだボール付け

断面図 はんだボール付け

熱、ストレス

熱、ストレス

強度劣化

強度維持
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今後の事業展開

事業のコア部分から水平展開

新しい基板工程に寄与

ポリイミドベース基板の領域開拓
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